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ANSCHLAGE Coole Industrie-PCs
ca. 35/Zeile ELTEC bietet intelligente
Konzepte fiir die Warmeableitung
ADRESSE ohne externe Llifter
. Mainz, 15. Mai 2008 — Die ELTEC
glé-lli—lig-gz:(lgi?gtl: A,]‘? Elektronik AG setzt ihre umfangreiche
55129 Mainz ' Expertise bei Industrie-PCs
dahingehend ein, um bei immer
Fon +49 6131 918 0 Ieistungsféhigelf_en Prozessoren die
Fax +49 6131 918 195 entstehende Warme mit iptelligenten
Email  info@eltec.de Konzepten aus dem Gehause der
www  eltec.de ' Industrierechner herauszufiihren.
) Dafiir stehen effiziente
Entwarmungsverfahren fiir den
PRESSEKONTAKT erweiterten industriellen
Text Daniela Hohn Tﬁzmperaturbef_eich ohne externe
dhoehn@eltec.de Lufter zur Verfugung.
Die Herausforderung bei IPCs
Bild Katalin Schmor besteht nicht nur in dem erweiterten
kschmoer@forsale.de Temperaturbereich, sondern auch in
der geforderten Staubdichtigkeit und
PRODUKT dem Spritzwasserschutz. Das
verhindert jedoch oft einen
Coole Industrie-PCs ausreichenden Luftaustausch fiir eine
effiziente Kihlung. Alternativ bietet
ELTEC unterschiedliche
Lésungsansatze.
STATUS Einerseits werden Komponenten
eingesetzt, die flr einen héheren
Frei zur Verdffentlichung. Temperaturbereich ausgelegt sind.
Sofort. So stehen PCs mit einer
Ansaugtemperatur von 0 bis 50 °C
zum Einbau in LCD-Panels sowie
VMEBus-CPUs mit PMC-Erweiterung
fiir - 40 bis +70°C zur Verfligung.
Auch die Netzteile werden flr den
erweiterten Temperaturbereich (von 0
bis 50 °C oder - 20 bis + 70 °C - je
nach Anwendung) ausgelegt. Wenn
es der Platz zulasst, kdnnen natirlich
auch verstarkte Lufteranordnungen
eingesetzt werden. Daruber hinaus
werden die Kihlkorper bezliglich
Material, Form und Lifterkopplung
optimiert. So werden u.a. besonders
flache Kuhlkérper mit bis zu 20 mm
Text und Bild kénnen Sie unter
www.eltec.de/news/
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herunterladen.
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FORTSETZUNG

Coole Industrie-PCs

Einbauhohe eingesetzt. Mit Heatpipes
wird die Warme von den CPUs bzw.
Chipsatzen an von aullen gekiihlte
Gehausewande abgeleitet. Durch
interne Luftumwalzung lassen sich
auch lufterlose Gehause fiir den
Einsatz in staubigen Umgebungen
realisieren.

ELTEC setzt im Rahmen seines
Lcoolen IPC-Spektrums sowohl auf
eigen entwickelte Boards bzw.
Komponenten als auch auf
ausgewahlte Standard-Komponenten.

Weitere Informationen erhalten Sie
unter www.eltec.de.
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